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数字化仪控系统设计及验证职业技能竞赛
理论复习资料

第一关（基础知识）
说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。
一、单选题：
1、 作为高等院校毕业生，哪种心态在职场中并不可取（  ）。
A、我毕业于工科院校，动手能力强，无需从零做起
B、不管年龄、学历、待遇水平高低，只要比我先来到单位，都是我的老师
C、不能在职场中过于谦虚，要保持对自身水平的自信
D、我是公司一员，应当在公司决策中发挥作用，但不能为了提高在单位中的地位，卷入办公室的政治斗争圈子

2、 （   ）是指人们对人生意义、人生理想的基本看法和态度。
A、世界观   B、社会发展观   C、人生观   D、科学发展观

3、 现代社会，其潮头已进入“知识经济”时代，人们相互间的依存关系更为密切，分工更为细密，个人所掌握的知识和信息非常有限，因而对相互协作的要求也更高。下面与所述观点最不相同的是（  ）。
A、团队协作是国家发展的需要      B、团队协作是社会发展的需要
C、团队协作是企业发展的需要      D、团队协作不利于自身发展

4、 关于职业发展与职业道德的说法，不正确的是（  ）。
A、个人职业发展的深度有赖于职业道德
B、职业发展客观上与职业道德关系不大
C、职业发展客观上要求提升职业道德
D、社会主义精神文明建设要求职业发展与职业道德相辅相成

5、 要做到遵纪守法，对每个职工来说，必须做到（  ）。
A、有法可依           B、反对“管”、“卡”、“压”
C、反对自由主义       D、努力学法，知法、守法、用法

6、 职业道德活动中，符合“仪表端庄”具体要求的是（  ）。
A、着装华贵   B、鞋袜搭配合理   C、饰品俏丽   D、发型突出个性

7、 下列哪一项没有违反诚实守信的要求？（  ）。
A、保守企业秘密         B、派人打进竞争对手内部，增强竞争优势
C、根据服务对象来决定是否遵守承诺    D、凡有利于企业利益的行为

8、 以下关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是（  ）。
A、诚实守信与经济发展相矛盾
B、诚实守信是市场经济应有的法则
C、是否诚实守信要视具体对象而定
D、诚实守信应以追求利益最大化为准则

9、  “一个好汉三个帮、一个篱笆三个桩”说明了（  ）。
A、勇于创新是成功的重要条件           B、团结协作是成功的保证
C、勤劳节俭是重要社会美德             D、诚实守信是为人之本

10、 防静电最直接、最有效的方法是（  ）。
A、静电屏蔽     B、接地      C、离子中和      D、改善环境

11、 在下列电流路径中，最危险的是（  ）。
A、左手—前胸                      B、左手—双脚    
C、右手—双脚                      D、左手—右手

12、 50mA电流属于（  ）。
A、感知电流     B、摆脱电流    C、致命电流    D、无效电流

13、 下列图示，三孔插座（正向面对）安装接线正确的是（  ）。
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14、 检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂（  ）。
A、止步，高压危险！         B、禁止合闸，有人工作！ 
    C、禁止攀登，高压危险！     D、在此工作！

15、 低压照明灯在潮湿场所、金属容器内使用时应采用（  ）安全电压。
A、380伏                    B、220伏       
C、等于或小于36伏           D、大于36伏

16、 电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（  ）。
A、增大           B、减小          C、不变          D、无规律

17、 电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（  ）。
A、增大           B、减小          C、不变          D、无规律

18、 按国际和我国标准，（  ）线只能用做保护接地或保护接零线。 
A、黑色         B、蓝色        C、黄绿双色      D、绿色

19、 测量电压时，电压表应与被测电路（  ）。
A、并联         B、串联         C、正接         D、反接

20、 在半导体电路中，主要选用快速熔断器做（  ）保护。 
A、短路         B、过压         C、过热         D、断路

21、 以下哪一项为电解电容符号（  ）。

A、                 B、            C、           D、

22、 二极管在电路板上用（  ）表示。
A、C		　　   B、D		      C、R           D、H

23、 电感线圈的单位符号是（  ）。
A、L            B、H          C、R         D、D

24、 电容器容量与电荷关系是（  ）。
A、电容量越大，存储电荷越少        B、电容量越大，存储电荷越多
C、电容量越小，存储电荷越多        D、电容量越小，耐压越高

25、 电容量的基本单位是（  ）。
A、欧姆         B、亨利        C、法拉         D、安培

26、 电容器上面标示为107，容量应该是（  ）。
A、10μF        B、100μF       C、1000μF      D、1F

27、 4环色环电阻第四环颜色是银色，对应的误差多少？（  ）。
A、5%         B、10%          C、15%         D、20%

28、 贴片电阻的阻值为5.1K，那么上面的标号应该为（  ）。
A、511        B、512          C、513          D、514

29、 电容的单位换算正确的是（  ）。
A、1F=1000000μF            B、1μF =1000000pF   
C、1nF=1000pF               D、以上都是

30、 电阻按照封装来分为：（  ）。
A、贴片电阻，插件电阻           B、水泥电阻，功率电阻    
C、色环电阻，标码电阻           D、金属电阻，陶瓷电阻

31、 如何判断发光二极管的管脚极性？（  ）。
A、发光二极管的长脚为正极       B、发光二极管的长脚为负极 
C、有的二极管有环状标志的一端是正极     D、靠经验猜想

32、 下面是贴片电阻的封装是（  ）。
A、0805         B、SOT-23         C、TO-92        D、AXIAL0.4

33、 电阻器在电路中的主要功能是（  ）。
A、限流功能                      B、驱动功能         
C、放大功能                      D、振荡功能

34、 以下哪种不属于磁电传感器（  ）。
A、场效应晶体管      B、霍尔元件     C、磁头        D、变压器

35、 电感器在电路中的主要功能是（  ）。
A、放大信号       B、分压功能       C、限流功能      D、滤波功能

36、 以下哪一项为电容的作用（  ）。
A、阻碍电流的作用                 B、隔直通交 
C、单向导电性                     D、电流放大

37、 以下哪一项为二极管的特性（  ）。
A、阻碍电流的作用                 B、隔直通交       
C、单向导电性                     D、电流放大

38、 以下哪一项为三极管的特性（  ）。
A、阻碍电流的作用               B、隔直通交       
C、单向导电性                   D、电流放大

39、 场效应管主要优点（  ）。
A、输出电阻小                   B、输入电阻大 
C、是电流控制                   D、组成放大电路时电压放大倍数大 

40、 PN结加正向电压时，其正向电流是由（  ）的。 
A、多数载流子扩散形成           B、多数载流子漂移形成 
C、少数载流子扩散形成           D、少数载流子漂移形成

41、 下面哪个条件不能作为判断集成电路的功能（  ）。
A、整机电路图中的信号输入输出关系       B、集成电路的数据资料  
C、外形                                 D、型号


42、 下列不能作为检测集成电路是否损坏的方法是（  ）。
A、在工作状态检测集成电路的输入和输出信号（电压）波形
B、在工作状态检测电源供电电压
C、在断电状态检测各引脚对地电阻
D、在工作状态检测各引脚的工作电压

43、 以下关于集成电路特点的说明中正确的是（  ）。
A、替换集成电路只要内部功能相同即可
B、集成电路序号前的字母通常表示厂商名称代号
C、集成电路的最大输出功率就是功耗
D、集成电路必须在规定的温度环境下工作

44、 检波二极管的功能是（  ）。
A、从载波上拾取包络信号               B、构成选频电路
C、构成放大电路                       D、构成稳压电路

45、 下列不属于继电器的结构功能和特点的是（  ）。
A、继电器是一种电磁感应器件         B、继电器是受电流控制的器件
C、继电器可以控制交流电路          D、继电器可以放大交流信号

46、 以下哪种属于光电传感器（  ）。
A、压敏电阻      B、光敏二极管      C、LED       D、LCD

47、 以下不是电感器的组成部分的是 （  ）。 
A、骨架           B、线圈         C、磁心        D、电感量

48、 以下哪种属于温度传感器（  ）。
A、热敏电阻               B、温控器       
C、热熔断器               D、电流检测变压器

49、 对于集成运算放大电路，所谓开环是指（  ）。
A、无信号源 		B、无反馈通路 	 C、无电源 	    D、无负载

50、 对于集成运算放大电路，所谓闭环是指（  ）。
A、考虑信号源内阻  	            B、接入负载 		
C、接入电源 		                D、存在反馈通路

51、 下面关于线性集成运放说法错误的是（  ）。
A、用于同相比例运算时，闭环电压放大倍数总是大于等于1 
B、一般运算电路可利用“虚短”和“虚断”的概念求出输入和输出的关系 
C、在一般的模拟运算电路中往往要引入负反馈 
D、在一般的模拟运算电路中，集成运放的反相输入端总为“虚地”

52、 集成运放级间耦合方式是（  ）。
A、变压器耦合    B、直接耦合      C、阻容耦合  	D、光电耦合

53、 同相比例运算电路的比例系数会（  ）。
A、大于等于1     B、小于零        C、等于零    D、任意值

54、 反相比例运算电路的电压放大倍数为（  ）。
A、-Rf/R1		 B、R1/Rf   	 C、1-R1/Rf    	D、1+Rf/R1

55、 同相比例运算电路的电压放大倍数为（  ）。
A、-Rf/R1		 B、R1/Rf		   C、Rf   	D、1+Rf/R1 

56、 用运算放大器构成的“跟随器”电路的输出电压与输入电压（  ）。
A、相位相同，大小成一定比例     B、相位和大小都相同 
C、相位相反，大小成一定比例     D、相位和大小都不同

57、 差模输入信号是两个输入信号的（  ）。
A、 和        B、差        C、比值        D、平均值

58、 输出量与若干个输入量之和成比例关系的电路称为（  ）。
A、加法比例运算电路          B、减法电路     
C、积分电路                  D、微分电路

59、 理想运算放大器的开环电压放大倍数是（  ）。
A、无穷大     B、零      C、约120 dB     D、约10 dB

60、 理想运算放大器的开环差模输入电阻Rid是（  ）。
A、无穷大     B、零       C、约几百千欧     D、约几百欧姆

61、 理想运算放大器的共模抑制比为（  ）。 
A、无穷大     B、零       C、约120 dB       D、约10 dB

62、 理想运算放大器的开环输出电阻Ro是（  ）。
A、无穷大     B、零       C、约几百千欧     D、约几百欧姆

63、 欲实现Au＝－100的放大电路，应选用（  ）。
A、反相比例运算电路           B、同相比例运算电路	  
C、积分运算电路               D、微分运算电路 

64、 集成运算放大器对输入级的主要要求是（  ）。
A、尽可能高的电压放大倍数  		 
B、尽可能大的带负载能力  
C、尽可能高的输入电阻，尽可能小的零点漂移     
D、尽可能小的输出电阻

65、 集成运算放大器输出级的主要特点是（  ）。
A、输出电阻低，带负载能力强 		 B、能完成抑制零点漂移 
C、电压放大倍数非常高   			 D、输出电阻高，带负载能力强
     
66、 集成运算放大器中间级的主要特点是（  ）。
A、输出电阻低，带负载能力强 		B、能完成抑制零点漂移 
C、电压放大倍数非常高   			D、输出电阻高，带负载能力强

67、 电压放大电路的空载是指（  ）。
A、RC=0      B、RL=0        C、RL=∞    D、RB =∞

68、 在阻容耦合放大器中，耦合电容的作用是（  ）。
A、隔断直流，传送交流            B、隔断交流，传送直流  
C、传送交流和直流   		         D、隔断交流和直流  
 
69、 在放大电压信号时，通常希望放大电路的输入电阻和输出电阻分别为（  ）。 
A、输入电阻小，输出电阻大       B、输入电阻小，输出电阻小 
C、输入电阻大，输出电阻小       D、输入电阻大，输出电阻大

70、 整流的目的是（  ）。
A、将交流变为直流               B、将高频变为低频     
C、将正弦波变为方波             D、将直流变为交流

71、 三端集成稳压器CXX7805的输出电压是（  ）。
A、5v             B、9v             C、12v          D、8v

72、 二进制数10111转换为十进制数为（  ）。
A、 15            B、21             C、18           D、23

73、 十进制数15转换为二进制数为（  ）。
A、1111          B、1001           C、1110          D、1101

74、 用不同的数制来表示2018，位数最少的是（  ）。
A、二进制       B、八进制        C、十进制        D、十六进制

75、 在门电路中,通常所说的“全‘1’输出‘1’”,它是指（  ）的功能。
A、非门          B、与门           C、或门         D、同或

76、 实现“相同出1，不同输出0”的逻辑关系是（  ）。
A、与逻辑       B、或逻辑       C、与非逻辑       D、同或逻辑

77、 相同为“0”不同为“1”，它的逻辑关系是 （  ）。
A、或逻辑       B、与逻辑       C、异或逻辑       D、同或逻辑

78、 为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加字母（  ）。 
A、H             B、O            C、D               D、B

79、 TTL集成逻辑门是以（  ）为基础的集成电路。
A、二极管       B、MOS管      C、三极管        D、CMOS管

80、 对CMOS与非门电路，其多余输入端正确的处理方法是（  ）。
A、通过大电阻接地（>1.5KΩ）           B、悬空 
C、通过小电阻接地（<1KΩ）             D、通过电阻接VCC

81、 函数F=AB+BC，使F=1的输入ABC组合为（  ）。
A、ABC=000                        B、ABC=010     
C、ABC=101                        D、ABC=110

82、 有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，在4个移位脉冲CP作用下，四位数据的移位过程是（  ）。
A、1011--0110--1100--1000--0000       
B、1011--0101--0010--0001--0000
C、1011--1100--1101--1110--1111       
D、1011--1010--1001--1000—0111

83、 下面4个逻辑表达式中，可以实现同或运算的表达式是（  ）。
A、F=+AB    B、F=+A   C、F=A+B     D、F=

84、 已知逻辑表达式F=AB+C+C，与它功能相等的函数表达式（  ）。
A、F=AB                      B、F=AB+C    
C、F=AB+C                   D、F=AB +C

85、 有一个4位的D/A转换器，设它的满刻度输出电压为10V，当输入数字量为1101时，输出电压为（  ）。
A、8.125V         B、4V         C、6.25V        D、9.375V

86、 如要将一个最大幅度为9.99V的模拟信号转换为数字信号，要求ADC的分辨率小于10mV，最少应选用（  ）位的ADC。
A、6              B、8           C、10           D、12

87、 连续异或1985个1的结果是（  ）。
A、0           B、1          C、不确定        D、逻辑概念错误

88、 Verilog语言与C语言的区别，不正确的描述是（  ）。
A、Verilog语言可实现并行计算，C语言只是串行计算
B、Verilog语言可以描述电路结构，C语言仅仅描述算法
C、Verilog语言源于C语言，包括它的逻辑和延迟
D、Verilog语言可以编写测试向量进行仿真和测试

89、 在Verilog HDL的逻辑运算中，设A=8'b11010001，B=8'b00011001,则表达式“A&B”的结果为（  ）。
A、8'b00010001               B、8'b11011001    
C、8'b11001000               D、8'b00110111

90、 下列标识符中，（  ）是不合法的标识符。
A、State0	    	B、9moon	    C、Not_Ack_0		D、signal@

91、 下列运算符优先级最高的是（  ）。 
A、！             B、+           C、&             D、{}

92、 设计输入完成之后，应立即对文件进行（  ）。
A、编译         B、编辑         C、功能仿真       D、时序仿真

93、 下列哪个FPGA/CPLD设计流程是正确的（  ）。
A、原理图/HDL文本输入->功能仿真->综合->适配->编程下载->硬件测试
    B、原理图/HDL文本输入->适配->综合->功能仿真->编程下载->硬件测试
    C、原理图/HDL文本输入->功能仿真->综合->编程下载->适配->硬件测试
D、原理图/HDL文本输入->适配->功能仿真->综合->编程下载->硬件测试

94、 数字系统中，采用（  ）可以将减法运算转化为加法运算。
A、原码        B、ASCII码        C、补码       D、BCD码

95、 下列各组软件中，全部属于系统软件的一组是（  ）。
　　A、程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统
　　B、文字处理程序、编辑程序、操作系统
　　C、财务处理软件、金融软件、网络系统
D、WPS Office 2003、 Excel 2000、 Windows 98

96、 计算机的CPU每执行一个（  ），就完成一步基本运算或判断。 
A、语句         B、指令        C、程序         D、软件

97、 计算机中信息存储的最小单位是（  ）。 
A、位           B、字长        C、字         D、字节

98、 在计算机网络中，LAN网指的是（  ）。
A、局域网        B、广域网       C、城域网     D、以太网

99、 结构化程序设计的三种基本控制结构是（  ）。
　　A、顺序、选择和转向             B、层次、网状和循环
C、模块、选择和循环             D、顺序、循环和选择

100、 计算机的三类总线中，不包括（  ）。
A、控制总线                    B、地址总线       
C、传输总线                    D、数据总线






























第二关（专业知识）
说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。


模拟/数字电路及应用 相关知识点

1、 电阻器的常见单位
欧姆（Ω），千欧姆（KΩ）, 兆欧姆（MΩ）。

2、 电阻的作用
电阻的主要作用包括分流、限流、分压、偏置、滤波（与电容器、电感组合使用）和阻抗匹配等。

3、 电阻器的参数标注方法
电阻器的参数标注方法有3种，即直标法、色标法和数码标示法。

4、 电阻器的数码标示法
电阻器的数码标示法主要用于贴片等小体积的电路。在三位数码中,从左至右第一、二位数表示有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示(R表示0.)。如：472 表示 47×102Ω（即4.7KΩ）；104则表示100KΩ；R22表示0.22Ω； 122=1200Ω=1.2KΩ；1402=14000Ω=14KΩ；R22=0.22Ω；3242=324*100=32.4KΩ；17R8=17.8Ω；000=0Ω；0=0Ω。

5、 SMT电阻尺寸表示方法
SMT电阻的尺寸表示：用长和宽表示（如0201，0603，0805，1206等，具体如0201表示长为0.02英寸宽为0.01英寸，1英寸=25.4毫米）。

6、 电容器常用单位
电容器常见的单位：毫法（mF）、微法（uF）、纳法（nF）、皮法（pF）。

7、 电容器单位换算
电容器的单位换算：1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法。

8、 电容的分类
电容的分类：根据极性可分为有极性电容和无极性电容。我们常见到的电解电容就是有极性的,有正负极之分。

9、 电容器的主要性能指标
电容器的主要性能指标是：电容器的容量(即储存电荷的容量),耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值)，耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度)。

10、 电感器的分类
电感器的分类：空芯电感和磁芯电感。磁芯电感又可分为磁粉芯电感、铁氧体电感、铁硅铝电感和铜芯电感等。

11、 电感量的国际标准单位
电感量的国际标准单位是：H(亨利),mH(毫亨),uH（微亨）,nH（纳亨）。

12、 感抗XL
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL，单位是欧姆。

13、 感抗XL与电感量L和信号频率f的关系
感抗XL与电感量L和交流电频率f的关系为：，由该公式可知,电感L越大，频率f越高，感抗就越大。

14、 电感器两端电压电流关系式
电感器两端电压的大小与电感L成正比，还与电流变化速度成正比，这关系也可用下式表示：。

15、 石英晶体多谐振荡器主要优点
石英晶体多谐振荡器的主要优点是频率稳定度高。
 
16、 材料按导电率分类
按导电率可以把材料分为导体、绝缘体和半导体。

17、 载流子
在物理学中，载流子指可以自由移动的带有电荷的物质微粒，如电子和离子。本征半导体的载流子为电子—空穴对。

18、 多子和少子
在半导体材料中，有电子和空穴两种载流子，如果在半导体材料中，某种载流子占大多数，导电中起主要作用，则称它为多子。反之，则称为少子。如：P型半导体的多子为空穴、N型半导体的多子为自由电子。 

19、 半导体二极管按材质分类
半导体二极管按材质分为硅二极管和锗二极管。

20、 硅二极管的导通电压
硅二极管在两极加上正向电压,并且电压大于0.6V时才能导通,导通后电压保持在0.6-0.8V之间。

21、 锗二极管的导通电压
锗二极管在两极加上正向电压,并且电压大于0.2V时才能导通,导通后电压保持在0.2-0.3V之间。

22、 半导体二极管按用途分类
半导体二极管按用途分为：整流二极管，检波二极管，稳压二极管，发光二极管，光电二极管，变容二极管等。

23、 二极管的两个主要参数
二极管的最主要特性是单向导电性，它的两个主要参数是反映正向特性的“最大整流电流”和反映反向特性的“反向击穿电压”。

24、 如何用万用表(指针表)判断半导体二极管的极性
如何用万用表(指针表)判断半导体二极管的极性：通常选用万用表的欧姆档(R﹡100或R﹡1K),然后分别用万用表的两表笔分别接到二极管的两个极上去,当二极管导通,测的阻值较小(一般几十欧姆至几千欧姆之间),这时黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。当测的阻值很大(一般为几百至几千欧姆),这时黑表笔接的是二极管的负极,红表笔接的是二极管的正极。

25、 三极管的工作区域
三极管的三个工作区域是截止，饱和，放大。

26、 半导体三极管的三种基本的放大电路
	 
	共射极放大电路
	共集电极放大电路
	共基极放大电路

	电路形式
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27、 场效应管（英文缩写：FET(Field-effect transistor)）分类
场效应管分类：结型场效应管（JFET（Junction Field Effect Transistor））和绝缘栅型场效应管（IGFET（Insulated Gate Field Effect Transistor），因现在大部分栅极绝缘层为金属氧化物，故大部分IGFET为MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor），简称MOS管。结型场效应管又分为N沟道和P沟道，绝缘栅型场效应管分为增强型和耗尽型。

28、 场效应管特点
场效应管属于电压控制型元件，又利用多子导电故称单极型元件，且具有输入电阻高，噪声小，功耗低，无二次击穿现象等优点。

29、 集成电路按集成度分类
按集成度可以把集成电路分为小规模（SSI）、中规模（MSI）、大规模（LSI）和超大规模（VLSI）集成电路。

30、 集成电路常见的封装形式
BGA(ball grid array)球栅阵列(封装) 
QFP(quad flat package)四面有鸥翼型脚(封装) 
SOIC(small outline integrated circuit) 两面有鸥翼型脚(封装) 
PLCC(plastic leaded chip carrier)四边有内勾型脚(封装) 
SOJ(small outline junction) 两边有内勾型脚(封装) 

31、 集成电路的脚位判别方法
对于绝大多数封装（BGA封装除外）：面对集成电路正面，在集成电路打点，有凹槽或是有颜色标示处，逆时针开始数为第一脚，第二脚，第三脚……

32、 BGA封装集成电路的脚位判别方法
对于BGA封装（用坐标表示）：在打点或是有颜色标示处逆时针开始数用英文字母表示－A,B,C,D,E……(其中I,O基本不用)，顺时针用数字表示－1，2，3，4，5，6……其中字母为横坐标，数字为纵坐标 如：A1,A2。

33、 多级放大器各级之间的耦合连接方式
多级放大器各级之间的耦合连接方式可分为：阻容（RC）耦合、直接耦合和变压器耦合，其中直接耦合能够放大缓慢变化的信号。

34、 正反馈和负反馈
正反馈是指反馈信号增强净输入信号；负反馈是指反馈信号减弱净输入信号。

35、 负反馈可改善放大电路性能
负反馈对放大电路性能的改善体现在：提高增益的稳定性、减小非线性失真、抑制反馈环内噪声、扩展频带、改变输入电阻和输出电阻。

36、 负反馈放大电路的四种类型
负反馈放大电路的四种类型为：电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。

37、 负反馈系统产生自激的条件
负反馈系统产生自激的条件是，相应的振幅条件是，相位条件是。

38、 集成运算放大器组成部分
集成运放内部一般包括四个组成部分，它们是差分放大输入级，电压放大中间级、互补输出级、偏置电路。

39、 虚短路
所谓“虚短路”是指集成运算放大器的两个输入端电位无穷接近，但又不是真正短路的特点。

40、 虚断路
所谓“虚断路”是指集成运算放大器的两个输入端的电流趋于零，但又不是真正断路的特点。

41、 理想运放的特点
理想运放的开环差模电压放大倍数为Aod=∞，差模输入电阻Rid=∞,输出电阻RO=0，共模抑制比KCMR=∞。

42、 共模信号
电路输入端加上大小相等、极性相同的两个信号，称为共模信号。

43、 差模信号
电路输入端加上大小相等、极性相反的两个信号，称为差模信号。

44、 功率放大电路分类
按一个周期内一只三极管的导通角区分，功率放大电路可分为甲类、 乙类、甲乙类三种基本类型。

45、 信号失真
放大器有两种不同性质的信号失真，分别是“饱和失真”和“截止失真”。

46、 频率响应
频率响应是指在输入正弦信号的情况下，输出随频率连续变化的稳态响应。

47、 振荡电路的平衡条件
振荡电路的平衡条件是AF=1，正反馈才能满足振荡电路的相位平衡条件。

48、 正弦波振荡电路组成
正弦波振荡电路是由放大电路、反馈网络、选频网络、稳幅环节四个部分组成。

49、 半波整流电路特性
将交流电变换成脉动直流电的电路称为整流电路，半波整流电路输出的直流电压平均值等于输入的交流电压（即变压器副边电压）有效值的0.45倍。

50、 全波整流电路特性
将交流电变换成脉动直流电的电路称为整流电路，全波整流电路输出的直流电压平均值等于输入的交流电压（即变压器副边电压）有效值的0.9倍。

51、 信号调幅概念
用低频信号去改变高频信号的幅度称为调幅，高频信号称为载波信号。

52、 常见基本滤波电路形式
常见基本滤波电路形式有C型滤波电路、倒L型滤波电路、Ⅱ型滤波电路。

53、 有源滤波器分类
有源滤波器按电路的幅频特性可分为低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波和全通滤波五种。

54、 小功率稳压电源
小功率稳压电源一般由电源变压器、整流电路、滤波器、稳压电路等四部分构成。

55、 三端集成稳压器芯片
三端集成稳压器7805输出电压+5V，7915输出电压-15V。

56、 TTL逻辑门电路
以双极型半导体管为基本元件，集成在一块硅片上，并具有一定的逻辑功能的电路称为双极型逻辑集成电路，简称TTL逻辑门电路。称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路，是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路，应用较早，技术已比较成熟。TTL电路主要由BJT（Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管，晶体三极管）和电阻构成，具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列，后来出现了74H系列，74L系列，74LS,74AS,74ALS等系列。但是由于TTL功耗大等缺点，正逐渐被CMOS电路取代。

57、 CMOS逻辑门电路
MOSFET有P沟道和N沟道两种，每种中又有耗尽型和增强型两类。由N沟道和P沟道两种MOSFET组成的电路称为互补MOS或CMOS电路。
CMOS逻辑门电路是在TTL电路问世之后，所开发出的第二种广泛应用的数字集成器件，从发展趋势来看，由于制造工艺的改进，CMOS电路的性能有可能超越TTL而成为占主导地位的逻辑器件。CMOS电路的工作速度可与TTL相比较，而它的功耗和抗干扰能力则远优于TTL。此外，几乎所有的超大规模存储器件，以及PLD器件都采用CMOS工艺制造，且费用较低。
早期生产的CMOS门电路为4000系列，随后发展为4000B系列。当前与TTL兼容的CMOS器件如74HCT系列等可与TTL器件交换使用。

58、 CMOS类门未使用引脚处理方法
CMOS类门中，对未使用的输入端应当“与使用端连接”或者“接适当电平”，而不允许“悬空”。

59、 数制转换
十进制数（65）10=（1000001）2=（101）8=（41）16。

60、 编码
用文字、符号或者数码表示特定对象的过程，叫做编码。在设计编码电路时，若需要对30个信号进行编码，则需要使用5位二进制代码。
61、 逻辑代数的基本逻辑运算
逻辑代数只有“与”“或”“非”三种基本逻辑运算。

62、 逻辑函数的表示方法
逻辑函数的表示方法有“真值表”、“逻辑函数表达式”、“卡诺图和逻辑图”。

63、 真值表
描述逻辑函数各个变量取值组合和函数值对应关系的表格叫真值表。

64、 逻辑运算函数表达式
用与、或、非等运算表示函数中各个变量之间描述逻辑关系的代数式叫函数表达式。

65、 门电路的概念
实现基本和常用逻辑运算的电子电路，叫逻辑门电路。实现与运算的叫“与门”，实现或运算的叫“或门”，实现非运算的叫“非门”，也叫做“反相器”，等等（用逻辑1表示高电平；用逻辑0表示低电平）。

66、 与门
逻辑表达式：F＝A B
即只有当输入端A和B均为1时,输出端Y才为1,不然Y为0。与门的常用芯片型号有：74LS08,74LS09等。

67、 或门
逻辑表达式：F＝A+B
即当输入端A和B有一个为1时,输出端Y即为1,所以输入端A和B均为0时,Y才会为O。或门的常用芯片型号有：74LS32等。

68、 数字电路按逻辑功能的特点分类 
按逻辑功能的特点，数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。

69、 组合逻辑电路的特点
组合逻辑电路的特点是：任何时刻输出信号的稳态值仅决定于该时刻各个输入信号取值组合。

70、 时序逻辑电路组成
时序逻辑电路由组合逻辑电路和存储电路两部分组成。

71、 触发器功能的表示方法
触发器功能的表示方法有特性表、特性方程、状态图和时序图。

72、 单稳态触发器
单稳态触发器有一个“稳态”和一个“暂态”。

73、 脉冲电路主要种类
脉冲电路主要有多谐振荡器、施密特触发器和单稳态触发器。

74、 数模转换电路D/A和模数转换电路A/D转换器的主要技术指标
数模转换电路D/A和模数转换电路A/D转换器的主要技术指标是：“转换精度”和“转换速度”。

75、 三态门特点
所谓三态门，其输出有“高电平“状态，“低电平”状态和“高阻”状态。

76、 仿真软件Pspice简介
Pspice是较早出现的EDA软件之一，也是当今世界上著名的电路仿真标准工具之一，1984年1月由美国Microsim公司首次推出。
 
77、 电路辅助设计软件Protel 99SE（新版本为Altium.Designer）
Protel 99SE（新版本为Altium.Designer）是基于Windows环境的电路辅助设计软件。是功能较为全面的电路原理图设计和印制板设计的集成设计软件，其功能模块主要包括电路原理图设计、印制板设计、层次原理图设计、报表制作、可编程逻辑器件设计、电路图模拟/仿真等。

78、 印刷线路板PCB
印刷线路板的英文缩写PCB(Printed Circuit Board)，PCB的作用：PCB作为一块基板,他是装载其它电子元器件的载体。PCB的分类和常见的规格：根据层数可分为单面板,双面板和多层板。

79、 印刷线路板PCB发展阶段
从1903年至今,若以PCB组装技术的应用和发展角度来看,可分为三个阶段：
通孔插装技术(THT)阶段PCB 
表面安装技术（SMT）阶段PCB
芯片级封装(CSP)阶段PCB

80、 电路板PCB层的划分
电路板根据功能和工艺分为信号层、机构层、内电层、阻焊层、锡膏层、丝印层。

81、 PCB常用基板材料
PCB常用基板材料包括FR4环氧玻璃纤维基板、聚酰亚胺玻璃纤维基板、聚四氟乙烯玻璃纤维基板、金属基板等。

82、 电路板常用铜箔厚度
电路板常用铜箔厚度有70um，35um，17um。

83、 电子产品焊接工艺种类
电子产品焊接工艺（以焊接设备为中心）主要有手工焊、浸焊、波峰焊、回流焊等。 

84、 电子器件手工焊接注意事项
电烙铁的温度和焊接时间与元件类别和面积有关，一般温度300℃-400℃，时间 2~5 秒。

85、 回流焊主要工艺流程
回流焊主要工艺流程包括印刷锡膏、贴装元器件、回流焊接、清洗等。

86、 精确度、精密度和正确度的概念及区别
反映误差大小的程度称为精确度（计量结果与被测量真值（约定）之间的一致程度。它是表征仪表示值与被测量值接近程度的质量指标，用相对误差表示）。精确度高的误差小，精确度低的误差大。精确度又分为精密度和正确度。
精密度：是表示测量结果中随机误差大小的程度，也可称为精度。是指在一定条件下多次测量时所得结果彼此之间符合的程度。常用随机不确定度表示。反映偶然误差大小的程度。
正确度：是表示测量结果中系统误差大小的程度，是指在规定的条件下，在测量中所有系统误差的综合。反映系统误差大小的程度。

87、 现场仪表主要测量参数
现场仪表主要测量参数有温度、压力、流量、液位等。

88、 热电阻工作原理
热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻随温度变化而变化的这一特性来测量温度及与温度有关的参数。

89、 热电阻分类
分金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
90、 热电偶工作原理
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来，构成一个闭合回路，当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时，两者之间便产生电动势，因而在回路中产生一个电流，这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一原理工作的。

91、 PT100的含义
PT100是指在0℃时输出是100Ω的标准铂热电阻。

92、 温度传感器分度号
分度号是反应温度传感器在测量温度范围内温度变化对应传感器电压或者阻值变化的标准数列，即热电阻、热电偶、电阻、电势对应的温度值。热电阻分度号主要有Pt10，Pt100，Pt500，Pt800，Pt1000等铂电阻；Cu10，Cu50，Cu100等铜电阻；镍NI120，NI500，NI1000等镍电阻。

93、 热电偶温度补偿方法
热电偶温度补偿方法：冷端温度校正法、冰浴法、补偿电桥法、补偿导线（热电偶延长线）法。

94、 主要压力检测仪表
主要压力检测仪表包括弹簧管压力表、应变式压力变送器、单晶硅谐振式传感器、电容式传感器。

95、 自动控制系统中调节方式
自动控制系统中调节方式包括比例P调节、积分I调节、微分D调节及它们的组合。

96、 现场仪表的接线方式
现场仪表接线方式分为二线制、三线制和四线制。
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97、 仪表标准模拟量输入信号
4~20mA/0~20mA直流信号、1~5V/0~5VDC直流信号、热电阻（电阻变化）信号、热电偶（变化电动势）、电桥信号。

98、 数字量输出信号DO类型
数字量输出信号DO主要包括触点信号（如继电器输出）、电平信号（如+24 VDC、+12VDC、+5VDC）、集电极开路输出。

99、 工业控制常用英语单词及缩写
集散控制系统——             Distributed Control System（DCS）
现场总线控制系统——         Fieldbus Control System（FCS）
可编程序控制器——           Programmable Logic Controller（PLC）
人机界面——                 Human Machine Interface（HMI）
远程测控终端——             Remote Terminal Unit（RTU）

100、 标准化中按钮和指示灯颜色的使用
红色：紧急情况
黄色：不正常状态、注意
绿色：正常、允许进行
蓝色：指令性（需人员采取行动）
白、灰、黑色：没有特殊意义

FPGA 相关知识点

101、 EDA技术的发展历程
（1）二十世纪70年代，产生了第一代EDA工具。
（2）到了80年代，为了适应电子产品在规模和制作上的需要，应运出现了以计算机仿真和自动布线为核心技术的第二代EDA技术。
（3）90年代后，随着科学技术的发展，出现了以高级语言描述、系统级仿真和综合技术为特征的第三代EDA技术。

102、 EDA技术
以计算机为工具，设计者在EDA软件平台上，对系统功能进行描述完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。

103、 EDA技术中自顶向下的设计方法
自顶向下的设计是从系统级开始，把系统划分为基本单元，然后再把每个基本单元划分为下一层次的基本单元，一直这样做下去，直到可以直接用EDA元件库中的基本元件来实现为止。

104、 自顶向下的设计方法的重要意义
（1）基于PLD硬件和EDA工具支撑；
（2）采用逐级仿真技术，以便及早发现问题修改设计方案；
（3）基于网上设计技术使全球设计者设计成果共享，设计成果的再利用得到保证；
（4）复杂系统的设计规模和效率大幅度提高；
（5）在选择器件的类型、规模、硬件结构等方面具有更大的自由度。

105、 目前现代数字系统的发展趋势
（1）电子设计最优化（EDO）；
（2）在线可“重构”技术。

106、 现代数字系统设计流程
设计准备、设计输入、设计处理、器件编程以及设计验证（功能仿真、时序仿真和器件测试）。

107、 原理图设计方法设计流程
设计输入、功能仿真、综合、综合后仿真、约束设置、实现、布局布线后仿真、生成配置文件与配置FPGA。

108、 电路原理图设计方法的优缺点
主要优点是容易实现仿真，便于信号的观察和电路的调整。但当系统功能较复杂时，原理图输入方式效率低，该方法适应于不太复杂的小系统和复杂系统的综合设计。

109、 数字电路的综合
将硬件描述语言转化成硬件电路的过程叫综合。

110、 综合的三个主要步骤
转化、优化、映射。

111、 目前数字专用集成电路的设计主要采用的三种方式及特点
（1）全定制设计或基于标准单元的设计。所有的工艺掩模都需要从头设计，可以最大限度地实现电路性能的优化。然而，由于其设计周期很长，设计时间和成本非常高，市场风险也非常大。
（2）半定制设计或基于标准门阵列的设计。采用标准门阵列进行初步设计，待设计通过验证后，再对各局部功能单元进行优化。
（3）基于可编程逻辑器件PLD的设计。PLD的设计不需要制作任何掩模，基本不考虑布局布线问题，设计成本低，设计周期短，设计的风险低。
112、 SOC技术
SOC就是将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器(或片外存储控制接口)、数据通路、与外部系统的数据接口等部件集成在单一芯片上。

113、 SOPC技术
SOPC就是基于可编程逻辑器件的SOC设计方案。

114、 功能仿真和时序仿真的异同及作用
功能仿真用于验证设计的逻辑功能。它是在设计输入完成之后，选择具体器件进行编译之前进行的逻辑功能验证，不包含延时信息。 
时序仿真是在选择了具体器件并完成布局、布线之后进行的快速时序检验，并可对设计性能作整体上的分析。由于不同器件的内部延时不一样，不同的布局、布线方案会给延时造成不同的影响。
只做功能仿真，不做时序仿真，不能保证设计的正确性。

115、 综合和实现完成的主要工作
综合的主要工作是将硬件描述语言转化成硬件电路。实现是指将综合输出的逻辑网表翻译成所选器件的底层模块与硬件原语，将设计映射到器件结构上，进行布局布线，达到在选定器件上实现设计的目的。

116、 HDL的两种主要语言 
VHDL和Verilog HDL。

117、 过程赋值和连续赋值的区别
	过程赋值
	连续赋值

	无关键字（过程连续赋值除外）
	关键字assign

	用“=”和“<=”赋值
	只能用“=”赋值

	只能出现在initial和always语句中
	不能出现在initial和always语句中

	用于驱动寄存器
	用于驱动网线


118、 IP核的作用
IP核是可以完成特定电路功能的模块，在设计电路时可以将IP核看做黑匣子，只需保证IP模块与外部电路的接口，无需关心其内部操作。

119、 IP软核定义及特点
软核是以可综合的寄存器传输级（RTL）描述或通用库元件的网表形式提供的可重用的IP模块。
特点：软核的使用者要负责实际的实现和布图，它的优势是对工艺技术的适应性很强，方便移植。由于软核设计以高层次表示，因而软IP易于重定目标和重配置，然而预测软IP的时序、面积与功率诸方面的性能较困难。

120、 IP在有效形式和功能下的分类
按有效形式：软核、固核和硬核。
按功能：嵌入式IP核与通用IP模块。

121、 FPGA和CPLD系统结构的区别
	
	CPLD
	FPGA

	集成规模
	小（万门）
	大（百万门）

	逻辑单元
	大（PAL结构）
	小（PROM）结构

	互连方式
	集总总线
	分段总线、专用互连

	编程工艺
	EPROM、E2ROM、FLASH
	SRAM

	编程类型
	ROM、信息固定
	RAM、可实时重构



122、 数据流级建模和行为级建模
数据流级建模是描述数据在寄存器之间流动和处理的过程。
行为级建模在更高层次对系统功能和数据流进行描述。

123、 `timescale指令的作用
在Verilog HDL 模型中，所有时延都用单位时间表述。使用`timescale编译器指令将单位时间与实际时间相关联，用于定义仿真时间、延迟时间的单位和时延精度。

124、 采用HDL完成设计后，测试程序（testbench）的作用
（1）产生模拟激励(波形)；
（2）将模拟的输入激励加入到被测试模块端口并观测其输出响应；
（3）将被测模块的输出与期望值进行比较，验证设计的正确与否。

125、 FPGA，CPLD的中文名称
FPGA中文名称是现场可编程门阵列。
CPLD中文名称是复杂可编程逻辑器件。

126、 CPLD基于的可编程逻辑器件，其基本结构组成
CPLD是基于乘积项的可编程结构。基本构成：逻辑阵列块LAB、宏单元、扩展乘积项、可编程连线阵列、I/O控制器。

127、 FPGA基于的可编程逻辑器件，其基本结构组成
FPGA是基于SRAM查找表的可编程结构。FPGA的核心部分是逻辑单元阵列LCA，LCA是由内部逻辑块矩阵和周围I/O接口模块组成。LCA内部连线在逻辑块的行列之间，占据逻辑块I/O接口模块之间的通道，可以由可编程开关以任意方式连接形成逻辑单元之间的互连。

128、 PLD器件按照编程方式的分类
PLD器件按照编程方式不同，可以分为熔丝(Fuse)或反熔丝开关、浮栅编程技术、SRAM配置存储器。

129、 编程与配置
编程(Program)：基于电可擦除存储单元的EEPROM或Flash 技术。CPLD一般使用此技术进行编程，CPLD被编程后改变了电可擦除存储单元中的信息，掉电后可保存。电可擦除编程工艺的优点是编程后信息不会因掉电而丢失，但编程次数有限，编程的速度不快。
配置(Configure)：基于SRAM查找表的编程单元。编程信息保存在SRAM中，SRAM在掉电后编程信息立即丢失，在下次上电后，还需要重新载入编程信息。大部分FPGA采用该种编程工艺。该类器件的编程一般称为配置。对于SRAM型FPGA来说，配置次数无限，且速度快；在加电时可随时更改逻辑；下载信息的保密性也不如电可擦除的编程。

130、 FPGA配置的模式
从动串行模式、从动并行模式、主动串行、主动并行、JTAG模式。

131、 FPGA配置中，主动配置和从动配置的主要区别
主动配置由可编程器件引导配置过程，从动配置由外部处理器控制配置过程。

132、 FPGA构成的数字系统中要配备一个PROM或E2PROM的原因
因为常用的FPGA的结构是基于SRAM的，掉电后芯片内的信息将消失，所以配备一个PROM或E2PROM，使得上电后，FPGA的信息由外部加载到芯片中，使得FPGA成为用户需要功能的芯片。

133、 wire型数据表示的连接关系及使用的语法
wire型数据表示电路之间的连接关系，以assign语法连接。

134、 reg型数据定义及默认值状态
reg型数据是寄存器类型的数据，默认值状态是不确定状态。

135、 Verilog运算符
算术运算，赋值运算，关系运算，逻辑运算，条件运算，位移，拼接。


136、 赋值类型的分类
阻塞赋值和非阻塞赋值。

137、 非阻塞语句特点
前面语句所赋值的变量不能马上就为后面的语句所用，块结束后才完成本次赋值操作，用于描述时序电路。

138、 阻塞语句特点
赋值语句执行完后,块才结束，变量在赋值语句执行完后立刻就改变。

139、 Verilog中控制时序和语句执行顺序的三种方式
基于延迟，基于事件，基于电平敏感。

140、 Verilog的四种循环语句
while，for，repeat，forever。

141、 顺序块语句语法
begin…end。

142、 并行块语句语法
fork-join。

143、 任务和函数的不同点
任务可以自定义仿真时间单位,函数不可以；函数不能启动任务,任务可以启动函数；函数至少需要一个输入变量,任务可以没有；函数有返回值,任务没有。

144、 Verilog门级描述语言
and、nand、nor、or、xor、xnor、buf、not。

145、 组合逻辑的输出特点
与当前输入逻辑电平的函数有关,与电路的原始状态无关。

146、 时序逻辑的输出特点
输出与当前输入的逻辑电平的函数有关, 还与电路目前所处的状态有关的逻辑电路。

147、 异步时序逻辑的触发条件
触发条件由多个控制信号构成,任何一个信号的跳变都能引起触发。

148、 常用的高速串行接口
PCIE、USB、JESD204B、RapidIO、Aurora、SATA。

149、 组合逻辑电路中的竞争冒险
组合逻辑电路中，同一信号经过不同路径传输后到达电路中某一会合点的时间有先有后，这种现象称为逻辑竞争，而因此产生干扰脉冲的现象称为冒险。

150、 同步逻辑电路
同步逻辑电路是由时序电路（寄存器和各种触发器）和组合逻辑电路构成的电路，其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时钟CLK，而所有的状态变化都是在时钟的上升沿（或下降沿）完成的。在同步电路设计中一般采用D触发器。

151、 异步逻辑电路
异步逻辑电路主要是组合逻辑电路，但它同时也用在时序电路中，没有统一的时钟，状态变化的时刻是不稳定的。在异步电路设计中一般采用Latch。

152、 Verilog
Verilog是一种硬件描述语言，它最初是民间公司的私有财产，后转化为国际标准。

153、 VHDL
VHDL即VHSIC Hardware Description Language，它由美国军方提出。

154、 使用Verilog进行数字电路设计的优点
标准化、易理解、易移植、易维护以及易重用。

155、 Verilog可以实现的抽象级别
系统级、算法级、RTL级、门级以及开关级的抽象。

156、 FPGA设计过程中，综合这一步骤的作用
语言描述的电路到具体的电路转换。

157、 连续赋值语句
在initial或always外使用的assign赋值语句称之为连续赋值语句。

158、 testbench
testbench是描述信号变化和测试过程的模块。

159、 FPGA的设计过程中，仿真测试的类型
行为级仿真、门级仿真以及网表仿真。

160、 门级仿真定义及优点
门级仿真是门级结构模块与具体的工艺技术对应，它包含布局布线引入的延时模型，优点是与实际电路近似程度高。

161、 Verilog基本设计单元构成
由端口定义 、I/O说明、内部信号声明以及功能实现这四部分构成。
162、 Verilog模块中并行执行的部分 
Verilog模块中，所有的过程块、连续赋值语句以及实例引用都是并行的。

163、 常用的Verilog数据类型
reg型/wire型/integer型/parameter型

164、 对wire型数据进行连续赋值使用的语句
使用assign语句进行赋值，这种语句表示了电路之间的连接关系。

165、 双口ram与fifo的功能区别
fifo先入先出，先进去的的数据先出来，fifo没有写地址和读地址，只能按照顺序读写数据，而ram具有读写地址，因此可以读写任意地址；ram读出的数据跟写入的数据顺序不一致，可以向ram中任意位置写入数据，也可以读取任意位置的数据。

166、 时序设计
时序设计的实质就是满足每一个触发器的建立和保持时间的要求。

167、 亚稳态
亚稳态指的是触发器无法在某个规定的时间里达到一个可确认的状态。

168、 单bit的异步信号同步方法
一般采用多级同步寄存器进行同步。

169、 多bit的异步信号同步方法
使用fifo；增加握手机制；使用格雷码。

170、 锁存器和触发器的区别
电平敏感的存储器件称为锁存器，可以分为高电平锁存器和低电平锁存器；而触发器被称为是有交叉耦合的门构成的双稳态的存储原件，分为上升沿触发和下降沿触发。

171、 FPGA开发过程中，实现阶段主要完成的功能
主要完成布局和布线（place and route），布局是将综合后的各个电路元件根据约束位置放在FPGA内部，布线是完成元件间的走线。

172、 常见的FPGA处理器软核
Xilinx: MicroBlaze、PicoBlaze,
Altera: Nios II。
 
173、 逻辑代码在仿真验证中，testbench的主要设计功能
提供输入激励和对测试结果进行对比分析，两个功能均具备的测试文件称为具有自我检查功能的测试文件。

174、 逻辑代码设计过程中静态时序分析的作用
由于FPGA内部存在走线，门级电路的固有延时，这些延时可能导致时序逻辑电路达不到时序要求，导致功能异常。静态时序分析是对设计进行时序检查和分析的一个过程。

175、 静态时序分析包含哪些约束
时序约束、面积约束、位置约束。 

176、 典型的时序分析模型，模型包含的时序路径
典型的时序模型由发起寄存器、组合逻辑和捕获寄存器三部分构成。存在三部分时序路径：源时钟路径、数据路径、目的时钟路径。

177、 建立时间和保持时间的概念，分别对路径延迟的影响
建立时间: 捕获寄存器时钟沿到来之前，数据准备好的时间；
保持时间：捕获寄存器时钟沿到来之后，数据保持不变的时间；
建立时间决定了数据路径的最大延迟；保持时间决定了数据路径的最小延迟。

178、 逻辑代码时序分析过程中，Tco、Clock Skew、Tlogic、Trouting的定义
Tco：时钟到输出的延时。（时钟信号在寄存器引脚上发生转变以后，在由寄存器馈送信号的输出引脚上获得有效输出所需的最大时间）；
Clock Skew：发起寄存器时钟沿与捕获寄存器时钟沿的时间差；
Tlogic：组合逻辑延时；
Trouting：两级寄存器之间的布线延时。

179、 FPGA时序收敛的实现过程
时序收敛是一个反复迭代的过程，在设计实现后发现时序违例，那么可能需要修改实现策略，也可能需要返回到设计输入阶段优化HDL，然后重新综合实现。

180、 FPGA常见的IO端口电平
LVTTL，LVCMOS，LVDS，LVPECL……

181、 FPGA常用的IP核
BLOCKRAM、DSP、高速串行收发器、PLL。

182、 FPGA内部锁相环的功能
锁相环产生一个与外部输入时钟同步的时钟信号，包括频率同步和相位同步，锁相环产生的时钟一般可用于内部逻辑和输出外部时钟，可实现分频，倍频，调整时钟占空比。

183、 FPGA逻辑代码在时钟网络设计过程中的注意事项
所有时钟源使用全局时钟资源，避免使用内部逻辑产生时钟，容易引起时序问题，导致时序收敛过程变长。
184、 常见的提高器件工作速度的方法
（1）评估逻辑设计的工作速度	
（2）使用全局时钟缓冲器	
（3）使用流水线逻辑	
（4）串行逻辑改为并行逻辑	
（5）复制寄存器	
（6）复制逻辑

185、 FPGA与ASIC相比的优势
（1）FPGA可反复重新编程，可以通过不同的配置文件而具备不同的功能，灵活性高；
（2）开发周期比ASIC短，开发成本比ASIC低。

186、 FPGA与CPU相比的优势
（1）速度快，并行处理效率更高；	
（2）功耗低，资源丰富，灵活可变，能够减少大量的CPU外围硬件。

187、 一个FPGA芯片的供电电压
内核电压；io电压；专用资源的供电，如pll，高速串行收发器等。

188、 常见的FPGA芯片工艺类型
SRAM型，掉电后需要重新加载配置，绝大多数FPGA是这种类型；
FLASH型，可反复烧写配置文件，掉电后无需重新加载；
反熔丝，只能烧写一次。

189、 常见的FPGA厂商以及对应的开发工具
Xilinx: Vivado/ISE
Altera: Quartus II

190、 同步时序逻辑的优点
同步时序逻辑电路的输出依赖于时钟信号，所以同步时序逻辑电路具有可预测性和确定性优点。

191、 常见的时序约束方式
(1)时钟周期；(2)输入偏移；(3)输出偏移；(4)特定约束；(5)分组约束。

192、 常见的时序参数
建立时间(setup time)、保持时间(hold time)、延迟时间(delay)、时间偏差(skew)。

193、 FPGA三大主要资源
可编程逻辑块（CLB）、可编程I/O单元和可编程内部连线。

194、 三段式状态机
三段式状态机中，一个always模块采用同步时序逻辑电路描述状态转移；一个always模块采用组合逻辑电路描述状态判断状态转移的条件；第三个always模块描述状态输出（可以用组合逻辑电路输出，也可以同时序电路输出）。

195、 Xilinx FPGA中CLB定义和组成结构
CLB是FPGA内的可编程逻辑块。在Xilinx中CLB一般由2个或4个相同的Slice和附加逻辑构成，Slice内部由LUT、MUX、FF、ROM组成。

196、 FPGA内的LUT功能
(1)LUT可实现逻辑函数；
(2)LUT可用于组建分布式RAM；
(3)LUT可用于产生ROM；
(4)LUT可构成移位寄存器。

197、 DSP乘法器的作用
DSP主要是做算法处理，内部资源主要是乘法器、加法器，适用于系统较低取样速率、低数据率、多条件操作、处理复杂的多算法任务。

198、 FPGA开发流程
(1) 电路设计
(2) 功能仿真
(3) 综合
(4) 实现
(5) 调试
(6) 程序固化

199、 Mealy状态机
时序逻辑电路的输出是由电路输入和电路的状态决定，则该状态机为Mealy状态机。

200、 Moore状态机
时序逻辑电路的输出只与电路的状态有关，则该状态机为Moore状态机。











虚拟仪器LabVIEW  相关知识点

201、 LabVIEW定义
LabVIEW是一种图形化编程语言。

202、 LabVIEW创建公司
LabVIEW由NI公司创建。

203、 虚拟仪器
LabVIEW程序简称VI（Virtual Instrument），也称为虚拟仪器。

204、 VI的组成
VI由前面板、程序框图、连线板和图标组成。

205、 LabVIEW程序设计的基本原则
易用性、可读性、高效性、稳定性和可维护性是LabVIEW程序设计的基本原则。

206、 LabVIEW中While循环的组成
如下图所示，LabVIEW中While结构由框图、计数接线端子和条件接线端子组成。
[image: ]

207、 控件值传递方式
LabVIEW的输入控件通过连线的方式将值传递给显示控件。

208、 控件大小的基准单位
LabVIEW中控件的大小以像素作为基准单位。

209、 常用的LabVIEW运行结构
常用的LabVIEW运行结构有：循环结构、条件结构、事件结构、顺序结构。

210、 LabVIEW循环结构
LabVIEW中循环结构分为2种，分别是while循环结构和for循环结构。

211、 while循环和for循环的循环次数的差异
LabVIEW中while循环的次数是不固定的，for循环的次数是固定的。

212、 顺序结构
LabVIEW顺序结构分为平铺顺序结构和层叠顺序结构。

213、 顺序结构之间的关系
LabVIEW平铺顺序结构和层叠顺序结构可以相互转换。

214、 控件风格
LabVIEW控件风格有3类：新式、古典、系统。

215、 LabVIEW常用设计模式
LabVIEW常用设计模式：状态机模式、生产者与消费者模式、主从设计模式、用户事件处理模式。

216、 状态机组成
LabVIEW标准状态机由while循环结构和条件分支结构组成。

217、 状态机中移位寄存器作用
LabVIEW状态机使用移位寄存器存储执行状态。

218、 移位寄存器的数据类型
LabVIEW的移位寄存器可以存储任何类型的数据。

219、 移位寄存器的数量
LabVIEW的移位寄存器的数量不受限制。

220、 移位寄存器和反馈节点
LabVIEW的移位寄存器可以和反馈节点相互转换。

221、 LabVIEW常用数据类型
LabVIEW常用数据类型包括数字型、布尔型、字符串和枚举型。

222、 布尔型数据值
LabVIEW中布尔型数据有2种取值，分别是True和False。

223、 U16的定义
LabVIEW中U16表示16位无符号整型数。

224、 TF的定义
LabVIEW中TF表示布尔数。

225、 I16的定义
LabVIEW中I16表示16位有符号整型数。

226、 ABC的定义
LabVIEW中ABC表示字符串。

227、 错误簇的组成
LabVIEW错误簇由3个元素组成，分别是状态、错误代码、错误源。

228、 错误簇的状态
LabVIEW错误簇的状态为布尔控件。

229、 错误簇的错误代码
LabVIEW错误簇的错误代码为数值控件。

230、 错误簇的错误源
LabVIEW错误簇的错误源为字符串控件。

231、 “合并错误”函数的作用
LabVIEW 中“合并错误”函数的作用是合并来自不同函数的错误。

232、 “清除错误”函数的作用
LabVIEW 中“清除错误”函数的作用是清除已经产生的错误。

233、 自由标签
LabVIEW 中自由标签通常用于注释说明。

234、 空数组
LabVIEW中空数组是只有维度而数组长度为0的数组，不包含任何元素。

235、 空字符串
LabVIEW中空字符串不包含任何字符，空字符串的长度为0。
236、 LabVIEW中常用数值运算
LabVIEW数值运算主要包括：加、减、乘、除、混合运算。

237、 LabVIEW中混合运算的应用
下图LabVIEW混合运算代码表示Y=AX2+BX+C，假设控件X的值为2，控件A的值为3，控件B和控件C的值均为1，执行下图程序后，控件Y的值为15。
[image: ]

238、 LabVIEW中常用逻辑运算
LabVIEW逻辑运算主要包括：与、或、非、异或。

239、 “与”运算
下图，LabVIEW逻辑“与”运算：当输入A和输入B都为True,函数输出C的值才为True，否则，输出C为False。
[image: ]


240、 “或”运算
下图，LabVIEW逻辑“或”运算：当输入A和输入B都为False，函数输出C的值才为False，否则，输出C为True。
[image: ]

241、 “非”运算
下图，LabVIEW逻辑“非”运算：当输入A为False,函数输出Ｂ的值为True。当输入A为True，函数输出Ｂ的值为False。
[image: ]

242、 “异或”运算
下图，LabVIEW逻辑“异或”运算：当输入A和输入B的值相同时，函数输出Ｃ的值为False，当输入A和输入B的值不同时，函数输出Ｃ的值为Ｔrue。
[image: ]

243、 “商与余数”函数
下图，LabVIEW“商与余数”函数：A表示被除数，B表示余数，C表示余数，D表示商。当A的值为10，B值为4时，运行下面代码，C的值为2，D的值为2。
[image: ]

244、 “最近数取整”函数
LabVIEW “最近数取整”函数的作用是输入值向最近的整数取整。例如，输入值为1.3函数输出结果为1。当输入值为2.7，函数输出结果为3。

245、 “向下取整”函数
LabVIEW “向下取整”函数的作用是输入值向最近的最小整数取整。例如，输入值为3.8，则函数输出结果为3。

246、 “向上取整”函数
LabVIEW “向上取整”函数的作用是输入值向最近的最大整数取整。例如，输入值为3.1，则函数输出结果为4。 

247、 “平方根”函数
下图，LabVIEW“平方根”函数：计算输入值的平方根。当输入A的值为16时，函数输出B的值为４。
[image: ]

248、 “平方”函数
下图，LabVIEW“平方”函数：计算输入值的平方。当输入A的值为３时，函数输出B的值为９。
[image: ]

249、 “取负数”函数
下图，LabVIEW“取负数”函数：输入值取负数。当输入A的值为１时，函数输出B的值为-１。
[image: ]

250、 “取倒数”函数
下图，LabVIEW“取倒数”函数：输入值取倒数。当输入A的值为２时，函数输出B的值为1/2。
[image: ]

251、 “取倒数”函数的特例
上图，LabVIEW“取倒数”函数的输入值A为0时，输出B的值为无穷大。

252、 “加１”函数
下图，LabVIEW“加１”函数：输入值加１。当输入A的值为２时，函数输出B的值为３。
[image: ]

253、 “减１”函数
下图，LabVIEW“减１”函数：输入值减１。当输入A的值为２时，函数输出B的值为１。
[image: ]

254、 操作文件的基本步骤
LabVIEW程序操作文件的基本步骤：打开文件、读写文件、关闭文件。

255、 波形图的刷新模式
LabVIEW波形图表有3种刷新模式，分别是带状模式、示波器模式和扫描模式。

256、 波形控件的组成
LabVIEW波形控件由3个控件组成，分别是时间控件t0、数值控件dt和数组控件Y。

257、 LabVIEW中常用函数图标的识别
（1）[image: ]表示“数组元素相加”函数
（2）[image: ]表示“商与余数”函数
（3）[image: ]表示“随机数（0-1）”函数
（4）[image: ]表示“空数组？”函数

258、 LabVIEW常用快捷方式
（1）Ctrl+H 打开帮助窗口
（2）Ctrl+E 切换前面板和程序框图
（3）Ctrl+R 运行
（4）Crtl+U 整理所选的程序框图

259、 LabVIEW特殊字符
（1）\n ——换行符
（2）\r ——回车符
（3）\t ——制表符
（4）\s ——空白符

260、 程序调试方法
LabVIEW程序常用调试方法有4种，分别是断点、探针、单步调试、高亮显示执行过程。

261、 事件结构的组成
LabVIEW事件结构由超时连接端子、选择器标签、事件数据节点和事件过滤节点组成。

262、 事件结构的永不超时
LabVIEW事件结构的超时连接端子的值设置为-1时，表示永不超时。

263、 事件结构的使用条件
LabVIEW事件结构必须放在While循环中使用。

264、 局部变量的作用范围
LabVIEW局部变量的作用区域是调用它的VI。

265、 全局变量的作用范围
LabVIEW全部变量的作用区域是整个LabVIEW工程项目。

266、 全局变量的存在形式
LabVIEW全局变量以独立的VI形式存在。

267、 全局变量的特殊
LabVIEW全局变量只有前面板，没有程序框图。

268、 VI内存空间
VI所占内存空间分为前面板空间、程序框图空间、代码空间和数据空间。

269、 “数组最大值与最小值”函数
LabVIEW “数组最大值与最小值”函数作用是返回数组中的最大值和最小值。


PLC 相关知识点

270、 ControlLogix系统中常用的PLC模块
ControlLogix系统中常用的PLC模块有：控制器模块、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、以太网通信模块、控制网通信模块。

271、 ControlLogix系统的网络分类
（1）EtherNet/IP
（2）ControlNet
（3）DeviceNet
（4）DH485/串口

272、 ControlLogix控制器的钥匙开关
ControlLogix控制器的钥匙开关有3个选择档位，分别是RUN档、PRO档和REM档。

273、 ControlLogix控制器的文件结构
ControlLogix控制器的文件结构分3层，第一层是任务，第二层是程序，第三层是例程。

274、 ControlLogix控制器内任务的数量
ControlLogix控制器内可以创建多个任务。

275、 任务的分类
ControlLogix控制器任务分为3类，分别是连续型、周期型和事件触发型。

276、 连续型任务的优先级
ControlLogix控制器的连续型任务的优先级最低。

277、 连续型任务的中断
ControlLogix控制器的所有周期型任务和事件触发型任务都可以中断连续型任务。

278、 不同级别任务的中断
ControlLogix控制器的高优先级任务可以中断低优先级任务，而且可以多次中断。

279、 ControlLogix控制器内的例程
例程是代码执行体，所有控制代码都被编写的例程中。

280、 常用梯形图标识
（1）[image: ]——增加行
（2）[image: ]——增加分支
（3）[image: ]——常开触点
（4）[image: ]——常闭触点

281、 常见的网络拓扑结构
常见的网络拓扑结构有：总线型、环形和星型。

282、 冗余模块之间连接方式
ControlLogix系统的冗余模块之间采用光纤连接。

283、 PLC常用的编程模式
PLC程序开发最常用的编程模式是梯形图。

284、 数据标签的命名
ControlLogix控制器内的数据标签的命名由大小写字母、数字和下划线组成，但不能用数字开头。

285、 ControlLogix控制器的连接方式
ControlLogix控制器可以通过串口和以太网连接。

286、 ControlNet网络的通信介质
ControlNet网络采用同轴电缆作为通信介质。

287、 ControlNet网络节点的通信距离
ControlNet网络的两个节点之间的最大通信距离是1000m。

288、 ControlNet网络速度
ControlNet网络速度高达5Mbit/s。

289、 EtherNet/IP网络的通信介质
EtherNet/IP网络以采用屏蔽双绞线或光纤作为通信介质。

290、 ControlLogix系统冗余的要求
ControlLogix系统冗余的两个控制器机架的配置必须相同。

291、 ControlLogix控制器的故障状态
ControlLogix控制器的OK指示灯变成红色且常亮，表示控制器故障。

292、 ControlLogix控制器的正常工作状态
ControlLogix控制器的OK指示灯变成绿色且常亮，表示控制器工作正常。

293、 常用梯形图输入输出指令
（1）XIC——常闭输入指令
（2）XIO——常开输入指令
（3）OTE——非保持型输出指令
（4）OTL——保持型锁存输出指令

294、 MOV指令
MOV为传送指令，当源操作数Dint1的值为5，执行MOV指令后，目标操作数Dint2的值为5。当源操作数Dint1的值为10，执行MOV指令后，目标操作数Dint2的值为10。
[image: ]

295、 常用梯形图比较指令的识别
（1）EQU——单一比较指令
（2）CMP——表达式比较指令
（3）MEQ——屏蔽比较指令
（4）LIM——范围比较指令
296、 计时器指令的时间单位
梯形图中计时器指令的时间单位是毫秒。

297、 ControlLogix控制器项目不能被下载的常见原因：
（1）下载的物理通路有故障
（2）控制器所在的槽号与项目中定义的不一致
（3）下载路径与真实路径不一致
（4）控制器版本和编程软件版本不对应

298、 ControlLogix控制器中常用数据类型
ControlLogix控制器中常用数据类型：布尔数，整数和实数。

299、 例程跳转指令
ControlLogix控制器中的例程跳转指令是JSR。

300、 信息传输指令
ControlLogix控制器中的信息传输指令是MSG。
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